
Welkom bij O-leading
O-Leading streeft ernaar uw one-stop oplossingspartner te zijn in EMS supply chain, inclusief PCB-ontwerp,
PCB-fabricage en PCB-assemblage (PCBA). We bieden enkele van de meest geavanceerde PCB-
technologie, waaronder HDI-PCB's, meerlagige PCB's, rigide flexibele PCB's . We kunnen ondersteunen van
quick turn prototype tot medium & massaproductie. leverancier van printplaten

Over het algemeen zijn onze wereldwijde klanten erg onder de indruk van onze diensten: snelle reactie,
concurrerende prijs en kwaliteitsbewustzijn. Het bieden van meer waardevolle technische service en een
algehele oplossing is de weg die O-leidend is. 

Met het oog op de toekomst zal O-leading zich zoals altijd concentreren op de innovatie en ontwikkeling
van elektronica-productietechnologie, en zich voortdurend inspannen voor de one-stop-service van PCB &
PCBA om eersteklas services te bieden en meer waarde voor onze klanten te creëren.Fabrikant van
printplaten

Productomschrijving
snelle details

Plaats van herkomst Guangdong China (Vasteland) Merknaam O-Leading

Basis materiaal FR-4, Aluminium Koperdikte 0.5oz-5oz

Min. Gatgrootte 0.2mm Min. Lijnbreedte 0.2mm

Oppervlakteafwerking immersie goud, OSP, loodvrij HASL Min. Regelafstand 0.2mm

toepasbaar op led, mobiele telefoon, airconditioners,
wasmachines

karakter  Industriële besturingsprint

certificaten ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN 10st-100st

gewicht 0,01 kg - 5 kg MOQ 10 stuks
kleur blauw, rood, groen, zwart. geel Borddikte 0.1-5mm 

Modelnummer fabrikant van powerbank pcb-
assemblage pcba prijs $ 0,1- $ 10 

desigh type klantvereiste grootte 0.01m3-10m3 

Productie mogelijkheden

16 jaar professionele OEM-printplaatproductie

 

item 2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018
Volume Monster Volume Monster Volume Monster

Aantal lagen 32 42 38 44 42 48
Min lijn / spatie (μm) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
Min boorgat
diameter (mm) 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10

Beeldverhouding 
van PTH 14: 1 16: 1 16: 1 18: 1 18: 1 20: 1

N + C + N 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6
Elke laagverbinding 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6

http://www.o-leading.com/products/pcb-manufacturer-in-china-China-pcb-manufacturers.html
http://www.o-leading.com/products/multilayer-PCB-manufacturer-in-china-pcb-manufacturer-in-china.html
http://www.o-leading.com/products/multilayer-PCB-manufacturer-in-china-pcb-manufacturer-in-china.html


Plaat vullen via JA - JA - JA -
Min. kerndikte (koper niet inbegrepen)
(μm) 50 40 40 30 40 30

Min. Diameter laserboor (μm) 75 65 65 50 50 40
Via op begraven 
gat / gestapeld via JA - JA - JA -

Materiaal FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.
Ingebouwde condensatorprintplaat
 JA - JA - JA -

Oppervlakteproces
Loodvrij HASL, ENIG, OSP, onderdompeling zilver, onderdompeling tin,
 Flash goud, Gold finger plating, Selectieve hard gold plating, 
Afpelbaar soldeermasker, koolstofinkt

Klik voor meer informatie over gerelateerde producten op: 
Leverancier van printplaten

Ons team

http://www.o-leading.com/products/Printed-circuit-board-company-Printed-Circuit-Board-Manufacturer.html




Certificaten







Verpakking & Levering



 Proces capaciteit
PCB-productiemogelijkheden
Aantal lagen: 1 laag-32 lagen
Afgewerkte koperdikte ： 1 / 3oz-12oz
Min Lijnbreedte / afstand intern ： 3.0mil / 3.0mil
Min Lijnbreedte / afstand extern: 4,0mil / 4,0mil
Max. Beeldverhouding: 10: 1
Plaatdikte ： 0,2 mm - 5,0 mm
Max. Paneelgrootte (inches): 635 * 1500 mm
Minimale boorgatgrootte: 4mil
PIated Hole Tolerance: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII-typen): JA
Via vulling (geleidend, niet-geleidend): JA
Basismateriaal: FR-4, FR-4hoge Tg. Halogeenvrij materiaal, Rogers, aluminium basis,polyimide,
              Zwaar koper
Oppervlakteafwerkingen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion silver,lmmersietin, gouden vingers,
koolstofinkt



SMT-productiemogelijkheden
PCB-materiaal: FR-4, CEM-1, CEM-3, op aluminium gebaseerde plaat
Maximale printgrootte: 510x460 mm
Min. Printgrootte ： 50x50mm
PCB-dikte ： 0,5 mm - 4,5 mm
Plaatdikte ： 0,5-4 mm
Min. Componentgrootte: 0201
Standaard chipformaat component: 0603 en groter
Component max hoogte ： 15 mm
Min loodsteek: 0,3 mm
Min BGA-balafstand: 0,4 mm
Plaatsingsnauwkeurigheid: +/- 0,03 mm


